
证券代码：688469 证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议

☐媒体采访 ☐业绩说明会

☐新闻发布会 ☐路演活动

☐现场参观 ☐电话会议

☐其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称

兴全基金、国寿安保基金、中信保诚基金、长信基金、广发证券、中

金公司、申万电子等多家机构

时间 2025年06月06日下午

地点 上海陆家嘴香格里拉酒店

上市公司接待人员姓名

董事长、总经理：赵奇

财务负责人：王韦

董事会秘书：张毅

研发资深总监：陆珏

芯联动力董事长：袁锋

投资者关系活动主要内容

介绍

芯联集成始终聚焦硅基及碳化硅功率半导体、MEMS传感器及BCD

等核心领域，为新能源汽车、工业控制及智能家电提供完整的系统代

工解决方案。

在AI技术爆发式发展的浪潮中，芯联集成已深度布局AI数据中心、

AI手机及服务器市场：（1）AI芯片代工：公司电源管理芯片获AI数据

中心合作伙伴重大定点，赋能算力基础设施升级；（2）机器人产业链：

结合MEMS传感器技术优势，公司正切入服务机器人、工业自动化等场

景，满足高精度传感与控制需求。芯联集成的系统化代工与智能化产

线，将为这一增长提供核心硬件支撑。

1、芯联集成为什么将AI作为公司第四大战略市场？



2018年-2024年，公司抓住了“新能源”产业大发展的机遇；面向

未来，在智能化或AI产业领域的深耕，将直接关系公司未来成就的广

度和高度。

首先，AI技术发展带来巨大的芯片需求。比如，AI大模型对算力

的需求，带动算力服务器井喷式增长，除了算力、存力芯片外，对高

功率密度、高转换效率、高稳定性的服务器电源管理系列芯片，也提

出更高的需求。在智能辅助驾驶、具身智能等领域，对电源管理和传

感器芯片同样有着快速增长的市场需求。

其次，公司具备深厚的技术积累优势。在新能源产业的助推下，

芯联集成在功率半导体、模拟IC等领域技术积累深厚，拥有完善一站

式系统代工平台，奠定了公司发力AI的坚实基础。在AI服务器电源领

域，公司可以提供从一级电源、二级电源，到板上电源管理芯片组的

完整解决方案，具有较大技术优势。

第三，公司在AI领域已经实现产品突破，量产项目成果丰硕。180nm

BCD电源管理芯片已经实现大规模量产；集成了Dr MOS的55nm BCD平台

也已完成客户验证，正在进入量产。机器人灵巧手的动作驱动芯片、

高级辅助驾驶ADAS里面的激光雷达芯片、惯性导航芯片、压力传感器

芯片等，均已实现量产。

基于以上，2025年公司把AI从原来的工控市场中单列出来，独立

作为公司第四大核心市场方向，不仅从AI产业所需芯片的研发生产，

也从AI深度参与公司运营上，全面拥抱AI时代的到来，进一步拓展公

司成长的空间。

2、芯联集成如何规划和布局AI与机器人领域？

芯联集成通过多元化的布局，已深度切入AI服务器电源、人形机

器人等热门赛道，同时精准挖掘智能驾驶领域的新增量，打造增长新

动能。

在AI服务器、数据中心等应用方向，已经发布面向数据中心服务

器的55nm高效率电源管理芯片平台技术，客户产品验证完成并进入量

产，全面推动产品导入和市场渗透。同时，服务器电源相关的全系列

功率产品从中低压的SGT到高压的超结和SiC平台都已成熟，相关产品

逐步抢占市场份额。

在机器人方向，芯联集成在AI末端应用上提供高性能功率芯片和

多品种智能传感器芯片，公司MEMS传感器及功率类芯片代工产品成功

量产。公司将紧跟行业发展趋势，不断创新，并持续扩大为机器人新

系统提供电源、电驱、传感等各种芯片。



3、芯联集成为什么选择系统代工？

第一，公司选择系统代工是市场与客户不断推动和选择的结果。

整个半导体产业链从上游到下游，各环节不断精简、效率不断提升，

整个链条变得更短、更高效。

第二，系统代工融合了传统工艺代工和IDM模式各自的优势。一方

面，公司的系统代工模式继承了Foundry的核心精神—开放平台；另一

方面，又突破了传统Foundry的局限，能够实现产业链上下游更紧密的

协同设计、协同制造。从前端的设计服务，到后端的封装、测试，甚

至系统级的整合，公司都能提供更顺畅、更高效的配合支持。系统代

工的商业模式使公司在开放平台的基础上，打通了产业链的关键环节，

提供更深层次、更一体化的服务能力。

第三，系统代工是一种高度灵活的“全场景”解决方案。公司可

以为不同的客户、不同的应用场景需求，打造一个丰富的“全场景货

架”。客户可以根据其需求，分层、分段自由地选择、组合，每一位

客户都能在这个平台上，找到最适合的路径和解决方案。

系统代工是在新能源革命和市场需求双重驱动下应运而生的创新

模式，它融合开放与协同，提供全场景的灵活服务，旨在赋能客户，

共同推动产业链的高效发展。

4、芯联集成为什么能够在各细分领域做到领先？

第一，芯联集成敢于选择“难而正确”的赛道并长期深耕，将“用

芯片管理能源和用芯片感知世界”作为战略核心。（1）用芯片管理能

源：公司始终全力投身于功率半导体领域。新能源及人工智能的爆发

对高效、可靠、智能的功率转换和管理芯片提出了更新、更高的要求，

公司聚焦于IGBT、SiC MOSFET器件及模组，致力于解决能源转换效率

这个关键难题。（2）用芯片感知世界：是MEMS传感器技术的使命。从

汽车自动驾驶，到工业自动化、消费电子，乃至未来的人形机器人，

都需要精准、微型、低功耗的MEMS传感器，这些都是公司的强项所在。

以上两方面技术门槛高、投入大，但是支撑公司未来智能化、绿色化

发展的底层硬科技，是真正有价值、有长远生命力的方向。

第二，芯联集成重视构建一个系统化、可持续的研发创新体系。

除了招揽顶尖人才，公司（1）在研发上有明确的技术路线图，确保研

发资源高效聚焦在战略方向上。同时，建立了"应用-设计-工艺"的闭

环学习路径。这个体系，就是公司技术创新的“发动机”。（2）在核

心研发团队上，公司强调每个工程师的学习，要求其每年有非常明显

的进度；不断把工程师培养成一个领域、甚至多领域的核心人才。公



司近千名员工通过员工持股、期权激励、战略配售以及二类限制性股

票等方式直接/间接和公司的股权关联，已涵盖了公司主要的技术人员

和管理人员。

第三，与终端客户深度合作，从“供应商”到“共创者”。芯联

集成与终端客户保持着深度的合作关系，主动深入客户的研发前端，

与客户共同探讨下一代产品的需求和痛点。这种合作方式，使公司从

单纯的“交付产品”，转变为并肩作战的“共创者”。公司与客户共

享前端需求，共同定义产品规格，甚至联合开发定制化的解决方案。

这种深度捆绑，确保了公司的技术研发始终紧贴市场脉搏，解决客户

最实际、最贴切的需求。

半导体是长周期产业，研发投入不仅推动公司保持技术领先，更

是公司面向未来的最重要投资。在选定的战略赛道上的不断投入，确

保了公司在核心技术上的持续突破和差异化竞争力。

附件清单（如有） 无

日期 2025年6月6日
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